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RIBLENE® FF 33

Yuksek Molekul Agirlikli LDPE
(Alcak Yogunluklu Polietilen)

Sisirme film ekstrizyonu igin
optimize edilmis, kaydirici (slip)
katkili, yuksek performansli
polietilen ¢cozumu.

Guclu eriyik dayanimi,
mukemmel ekstruzyon stabilitesi.
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Temel Karakteristikler
Malzeme DNA'sI

0.8

@ Erime Akis Indeksi (MFI)

g/10dk (190 °C / 2.16 kg)

’

@ Yogunluk
0.925

g/cm?

4

Termal Dayanim

Erime Noktasi:

Vicat Yumusama:

113 °C
95 °C

— Katki Profili
<"-_.

Kaydirici (Slip Agent) icerir

Dusuk Surtunme (COF: O.11)
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Mekanik ve Optik Profil
Mekanik Gug¢ Optik Kalite

Kopma Uzamasi (YUksek Esneklik)
vo I MD %400 _
o [ TD %600 e

.75

Elmendorf Yirtilma Direnci % Bulanikhk

vo [ MD 45 N/mm (Haze]
60 N/mm g i ,‘
S

§e Darbe Direnci
ﬂ (Dart Drop): 180 g Parlaklik
(Gloss - 45°)

Onerilen Film Kalinligi: 30 - 120 pm




En Uygun Uygulamalar

e
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Shrink Film Poset ve Cantalar
Orta ve hafif yukler icin Gunluk kullanim igin
shrink film dretimi. saglam tasima torbalari.

ONO

Laminasyon Genel Ambalaj
ok katmanl yapilar icin Esnek paketleme ve polimer
aminasyon filmleri. karisimlar (blend)

&
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Neden RIBLENE® FF 33 Se¢cmelisiniz?

Sisirme film ekstrizyonunda mukemmel bir balon
stabilitesi (bubble stability) ariyorsaniz.

Uretiminizde dUstk surtinme katsayisina (COF: 0.11) sahip,
ambalaj hatlarinda kolay acilan ve kayan filmlere
ihtiyaciniz varsa.

Ambalajiniz gida ile temas edecekse (Avrupa Birligi ve
uluslararasi gida temasi regulasyonlarina tam uyum).
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Hangi Durumlarda Alternatiflere Yonelmelisiniz?

Agir Yuk Shrink
Uygulamalari

‘orta ve hafif yuk" shrin

Agir palet sargilari icin
uygun degildir.

Bu spesifikasyon sadece

filmleri icin tasarlanmistir.

K
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Enjelsiyon Kaliplama
Prosesleri

Malzemenin erime akis
indeksi (0.8) dusuktur;
tamamen ve sadece

“sisirme film" (blown film)
prosesi icin optimize

optimize edilmistir. /

Yuksek Isi
Beklentisi

95°C'de yumusamaya
(Vicat) baslar. Yuksek isil
dayanim veya endustriyel
firnlama gerektiren
ambalajlar icin uygun

degildir. /
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Isleme ve Depolama Parametreleri

Sicaklik Kontrolli

} gLl gl
LJll

—200Cy
[ | | ;ﬁﬂ“[: ]‘ Onerilen EriYik Slcakllfjl:

-7 170°C - 200°C

Depolama Kurallari

Sicaklik < 50°C altinda

Wiy tutulmalidir. Kuru ortamda,
J' _"‘(' * /\ direkt giines 1si§indan
. J*- \.__) korunarak saklanmalidir
e (Bozunma, renk ve koku

dedisimini onlemek icin).

Toz Birikimine Dikkat!
Granul tasima sistemlerinde statik elektrik

ve toz birikmesi patlama riski yaratabilir.

Sistemler topraklanmali ve uygun filtreler
kullaniimalidir.

H
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KARAR OZETI

RIBLENE® FF 33, sisirme film
uygulamalarinda aradiginiz optimum
esneklik, balon stabilitesi ve parlakligi tek
bir yuksek molekul agirlikli yapida sunar.

= Miikemmel Gidaya ¢ 0% .
Optik &Ak|§> @ Uygunluk ) Q@}J‘ Slagl P“‘"’SES)

Teknik spesifikasyonlarin garantili degerleri ve sertifikasyonlar icin bolgenizdeki Versalis satis ofisine basvurun.
(TDS Rev: Kasim 2014)




